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	产品质量分级及“领跑者”评价要求 电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片
[bookmark: _Toc415043488][bookmark: _Toc415043895][bookmark: _Toc65687978][bookmark: _Toc23920][bookmark: _Toc385601798][bookmark: _Toc415043549][bookmark: _Toc385602847]1 范围
本文件规定了电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片“领跑者”标准评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。
[bookmark: _Hlk42777362]本文件适用于电子元器件用的氧化铝流延陶瓷基片（厚度为0.1mm~1.0mm）的产品质量分级及企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。企业在制定企业标准时可参照使用。
[bookmark: _Toc65687979][bookmark: _Toc415043896][bookmark: _Toc385602848][bookmark: _Toc385601799][bookmark: _Toc17469][bookmark: _Toc415043489][bookmark: _Toc415043550]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]GB/T 2413 压电陶瓷材料体积密度测量方法
GB/T 5593 电子元器件用结构陶瓷材料
GB/T 5594.2 电子元器件用结构陶瓷材料性能测试方法 第2部分：杨氏弹性模量、泊松比测试方法
GB/T 5594.3 电子元器件用结构陶瓷材料性能测试方法 第3部分：平均线膨胀系数测试方法
GB/T 5594.4 电子元器件用结构陶瓷材料性能测试方法 第4部分： 介电常数和介质损耗角正切值的测试方法
GB/T 5594.5 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法
GB/T 5594.6 电子元器件用结构陶瓷材料性能测试方法 第6部分：化学稳定性测试方法
GB/T 5594.7 电子元器件用结构陶瓷材料性能测试方法 第7部分：透液性测定方法 
GB/T 5594.8 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 第8部分：显微结构的测定方法
GB/T 5598 氧化铍瓷导热系数测定方法
GB/T 6900 铝硅系耐火材料化学分析方法
GB/T 14619 厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片  
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
[bookmark: _Toc385601800][bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc415043490][bookmark: _Toc415043897][bookmark: _Toc65687980][bookmark: _Toc385602849][bookmark: _Toc415043551]3 术语和定义
[bookmark: _Toc415043899][bookmark: _Toc415043492][bookmark: _Toc415043553][bookmark: _Toc375076815][bookmark: _Toc415043552][bookmark: _Toc415043491][bookmark: _Toc415043898][bookmark: _Toc65687981][bookmark: _Toc415043903][bookmark: _Toc528835813][bookmark: _Toc385602850][bookmark: _Toc415043496][bookmark: _Toc415043557][bookmark: _Toc25668]GB/T 5593界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc361997824][bookmark: _Toc361323765][bookmark: _Toc362007003][bookmark: _Toc362172291][bookmark: _Toc362005232]3.1
氧化铝流延陶瓷基片 Alumina cast ceramic substrate
由三氧化二铝、溶剂、分散剂等原材料采用流延成型工艺生产制作的氧化铝陶瓷基片。
4 评价指标体系
[bookmark: _Toc65687984][bookmark: _Toc35259974][bookmark: _Toc33563757][bookmark: _Toc401669933]4.1 基本要求
4.1.1 近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。
4.1.2 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
4.1.3 企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、 GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境和职业健康安全，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。
4.1.4产品应为量产产品（/服务应为规模化提供的服务），电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片领跑标准应满足国家强制性标准及相关产品标准规定的要求。
4.1.5 产品应定期进行ROHS或REACH检测。
4.2 评价指标分类
4.2.1 电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。
4.2.2基础指标包括氧化铝含量、导热率、气密性、透液性、泊松比、线膨胀系数、介电常数、介质损耗角正切值。
4.2.3 核心指标包括化学稳定性、体积密度、抗折强度、体积电阻率；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。
4.2.4 创新性指标为外观质量、尺寸偏差、晶粒大小，划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平； 鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。
4.3 评价指标体系
4.3.1电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。
[bookmark: _Hlk42778042]表1 电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片评价指标体系框架
	序号
	指标类型
	评价指标
	
指标来源

	指标水平分级
	判定依据/方法

	
	
	
	
	先进
水平
	平均
水平
	基准
水平
	

	1
	基础指标
	氧化铝含量
	GB/T 14619
	符合GB/T 14619 5.3的氧化铝含量95%~97%要求
	GB/T 6900

	
	
	导热率
	GB/T 14619
	符合 GB/T 14619的要求
	GB/T 5598

	
	
	气密性
	GB/T 5593
	符合GB/T 5593的要求
	GB/T 5594.1

	
	
	透液性
	GB/T 5593
	
	GB/T 5594.7

	
	
	泊松比
	GB/T 5593
	
	GB/T 5594.2

	
	
	线膨胀系数
	GB/T 5593
	
	GB/T 5594.3

	
	
	介电常数
	GB/T 5593
	
	GB/T 5594.4

	
	
	介质损耗角正切值
	GB/T 5593
	
	GB/T 5594.4

	2
	核心指标
	化学稳定性/mg/cm2
	1：9HCl
	GB/T 5593
	≤1.0
	≤3.0
	≤5.0
	GB/T 5594.6

	
	
	
	10%NaOH
	GB/T 5593
	≤0.1
	≤0.15
	≤0.2
	

	
	
	体积密度/g/cm3
	GB/T 5593
	≥3.72
	≥3.68
	≥3.62
	GB/T 2413

	
	
	抗折强度/MPa
	GB/T 5593
	≥320
	≥300
	≥280
	GB/T 5593

	
	
	体积
电阻率/Ω·cm
	100℃
	GB/T 5593
	≥1015
	≥1014
	≥1013
	GB/T 5594.5

	
	
	
	300℃
	GB/T 5593
	≥1014
	≥1012
	≥1010
	

	
	
	
	500℃
	GB/T 5593
	≥1010
	≥109
	≥108
	

	[bookmark: _Toc35353330][bookmark: _Toc324165027][bookmark: _Toc353278168][bookmark: _Toc323891250][bookmark: _Toc323891329][bookmark: _Toc324165077]3
	创新性指标
	外观质量
	市场要求
	满足附录A.1的要求
	—
	附录A.1

	
	
	尺寸偏差
	市场要求
	满足附录A.2的要求
	—
	附录A.2

	
	
	晶粒大小/µm
	GB/T 5593
	＜8
	8~20
	—
	GB/T 5594.8


5 评价方法及等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入电子元器件用氧化铝流延陶瓷基片企业标准“领跑者”候选名单。
表2 指标评价要求及等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标满足2项及以上指标要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标平均水平要求
	创新性指标满足1项指标要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标基准水平要求
	—




附录A
[bookmark: _Toc21692]（规范性）
[bookmark: _Toc31941]评价指标及其判定方法
A.1 外观质量
（1）外观质量应符合表3规定。
表 3	外观质量

	序号
	缺陷
	典型示例
	最大允许
	个数/10cm3

	


1
	


裂纹
	

	


不允许
	


0

	


2
	


瓷疱
	
[image: ]
	


高度≤0.025mm
	


≤3

	

3
	

凸脊
	
[image: ]
	
长度：≤5.00mm；高度≤0.025mm
	

≤3

	


4
	


毛刺
	
[image: ]
	

向上:高度≤0.01mm 向外:宽度≤0.10mm
	


≤1

	

5
	

划痕
	
[image: ]
	
长度 ≤10mm 宽度≤0.1mm，深度≤0.025mm
	

≤3

	

6
	

缺损 1
	[image: ]
	

崩角：2mm×0.45mm×0.5mm
	

≤1



表 3	外观质量（续）
	序号
	缺陷
	典型示例
	最大允许
	个数/10cm3

	




6

	

缺损 2
	
[image: ]
	
缺角 ：
0.85mm×0.85mm×1.0mm
	

≤1

	
	

缺损 3
	
[image: ]
	
平面边缘 ：
0.6mm×0.4mm×0.15mm
	

≤3

	
	

缺损 4
	
[image: ]
	
边缘小锯齿：
表面深度（W）≤0.1mm
	
多个

	

7
	

凹坑
	
[image: ]
	

直径≤0.40mm 深度≤0.10mm
	

≤3

	

8
	

斑点
	
[image: ]
	

直径≤0.30mm
	

≤1

	

9
	

气泡
	[image: ]
	

不允许
	

0

	10
	色调不一致
	/
	边缘发黑为激光切割痕迹,可接受
	0

	11
	脏污
	/
	不允许有油渍、锈渍
	0

	12
	翘曲度
	/
	长度×0.3%
	0


（2）外观质量应按照下列方法测量：
1）将产品码放在检验台面上，在日光灯下，使用标准图样进行比对目视检查，必要时可借助放大镜。
2）缺陷长度、宽度、高度、深度和直径的检测可使用标准图样进行比对，必要时采用能够保证测量准确度百分表、影像投影仪等测量仪器检测。
3）裂纹检查，必要时可采用 1[image: ]品红溶液做渗透剂，浸泡后在自然光或灯光下目视检查。
A.2 尺寸偏差
（1）尺寸偏差应符合表4规定。
表4	尺寸偏差
	序号
	检验项目
	允许偏差/mm

	1
	长度
	±0.8%

	2
	宽度
	±0.8%长

	3
	厚度
	±10%

	4
	孔径
	±1%（但不小于±0.05）

	5
	孔边距
	±1%（但不小于±0.05）


（2）尺寸偏差应按下列方法测量：
[bookmark: _GoBack]基片长度和宽度使用精度为0.01mm的卡尺测量或其他能够保证测量准确度的测量仪器测量；基片厚度使用准确度为0.01mm的砧式外径千分尺测量，测量点最少应距基片边缘0.02 mm。孔径使用标准塞规检测，下限值的塞规能自由通过，上限值的塞规不能自由通过。孔边距使用投影仪进行测量。
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